
www.msc-polymer.com

Copper Clad  
PI Flex Laminates  

and Coverlays



TAIFLEX FLEXIBLE 
BASE MATERIALS
Taiflex is a Taiwanese company with production  
facilities in Taiwan and China. They are focused on the 
production of flexible materials based on polyimide.
The products are thin and flexible laminates with single 
and double side copper clad. These laminates are avai-
lable with a bonding layer of epoxy between copper and 
polyimide, but also adhesiveless for enhanced thermal 
properties. Supplementary there are several polyimide 
coverlays available, also with epoxy adhesive. Finally 
also pure epoxy based bond plies are available. 
All products are halogen free and can be processed 
with lead free soldering.

Taiflex is certified for various quality and environmen-
tal management systems. Many OEMs have qualified 
this material for flex applications and specify it in their 
documents.

The products are listed at UL and fulfill  
the requirements of REACH and ROHS.

Your global source for PCB materials!

Produktbeschreibung Taiflex 
Produkt-

bezeichnung

Kupfer Dielektrikum Haft-
vermittler

Bemerkung

1s, 2s Laminat THK… ED,RA Polyimid Epoxidharz mit Expoxidkleber

1s Laminat
2s Laminat

2LP…
2FP…
2UP…

ED,RA Polyimid --- kleberlos

Deckfolie FHK…
FHW…
FHB…

--- Polyimid Epoxidharz gelb, halogenfrei
weiss, halogenfrei

schwarz, halogenfrei

Bond Ply BB…
BT…
BH…

--- --- Epoxidharz längere Haltbarkeit
Hoch Tg,Standardlam

Quicklam

Composite Film MHK… --- Polyimid Epoxidharz

Stiffener (Versteifung) RH… --- Polyimid Epoxidharz

F Produktname

H H=Halogenfrei 

K K=gelb (Kapton); B=schwarz (PI); W=weiss

05 PI-Film Dicke: 05=12µm; 10=25µm; 20=50µm

25 Epoxidkleber (aktiv) Dicke: 15=15µm; 25=25µm; 35=35µm

Taiflex flexible Basismaterialien

Produktübersicht:

Taiflex ist eine taiwanesische Firma mit Fertigungsstätten in Taiwan und China, spezialisiert 
auf die Herstellung von flexiblen Materialien auf Polyimidbasis.
Das Produktspektrum umfasst Laminate mit einseitiger und beidseitiger Kupferkaschierung.

Die Laminate sind verfügbar mit und ohne Epoxykleber als Haftvermittler.
Passend dazu gibt es verschiedene Polyimiddeckfolien, ebenfalls mit Epoxykleber.
Abgerundet wird das Produktspektrum durch reine Epoxyklebefolien (Bond Ply).
Sämtliche Produkte sind halogenfrei und für bleifreies Löten einsetzbar.

Kupfer
Epoxidkleber
Polyimidfolie
Epoxidkleber
Kupfer

Kupfer
TPI
Polyimid Film
TPI
Kupfer

Tinte weiss
Polyimid
Epoxidkleber (aktiv)
Trennpapier

FHB-schwarz FHW-weiss

2FP/2UP: Kupfer wird mit thermoplastischem
 Polyimid verpresst

T Produktname 

H H=Halogenfrei 

K PI-Film Type (K=Kapton) 

S S: Single Side – D: beidseitige Kupferkaschierung 

10 PI-Film Dicke: 05=12µm; 10=25µm; 20=50µm 

05 Cu-Folie Dicke: 03=12µm; 05=18µm; 10=35µm; 20=70µm 

20 Epoxidkleber Dicke: 13µm; 20µm; 50µm 

ME Kupfertype: ME/WP/WD/MW/JE ist ED-Kupfer; JY/JA/JC/JD ist RA-Kupfer 

0 definiert Rollenbreite: 0=500mm; 1=250mm

2FP Produktnamen: 2LP; 2FP; 2UP

S S: einseitig – D: beidseitige Kupferkaschierung

E Cu-Folie Type: E=ED Kupfer; R=RA Kupfer  

10 PI-Film Dicke: 05=12µm; 10=25µm; 20=50µm  

10 Cu-Folie Dicke: 03=12µm; 05=18µm; 10=35µm  

ME Kupfertype: ME/WP/WD/MW/JE ist ED-Kupfer; JY/JA/JC/JD ist RA-Kupfer  

0 definiert Rollenbreite: 0=500mm; 1=250mm 

Beidseitige Kupferkaschierung (2s)

Beidseitige Kupferkaschierung (2s)

Taiflex besitzt zahlreiche Zertifizierungen und die Produkte sind bei sehr vielen OEMs qualifiziert. 

Weitere Informationen (Lagerbedingungen, Haltbarkeit, etc.) finden Sie in unseren separaten technischen 
Datenblättern.

Die Produkte sind UL gelistet und erfüllen natürlich die Vorschriften bezüglich REACH und ROHS.

THK … : Flexible Polyimidlaminate mit Epoxykleber

2LP…/2FP…/2UP… : Flexible Polyimidlaminate kleberlos

FHK…/FHB…/FHW… : Polyimiddeckfolien mit Epoxidkleber

B Produktname

B B=mit längerer Haltbarkeit; T=Hoch Tg und Standardlam; H=Quicklam

15 Epoxidkleber (aktiv) Dicke: 15=15µm; 25=25µm; 35=35µm 

BB…/BT…/BH… : Klebefolien (Bond Ply) aus Epoxidharz

Einseitige Kupferkaschierung (1s)
Kupfer
Epoxidkleber
Polyimidfolie

Kupfer
Polyimid

Einseitige Kupferkaschierung (1s)

2LP: Kupfer wird mit Polyimidharz 
        beschichtet und thermisch vernetzt

FHK-gelb

PET-Folie (Schutzfilm)
Epoxidkleber (aktiv)
Trennpapier
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THK …
FLEXIBLE POLYIMIDE LAMINATE  
WITH EPOXY ADHESIVE

Double side copper (2s)

Single side copper (1s)

T Product name

H H=halogen free 

K PI‐film type (K=Kapton) 

S S: single side – D: double side (copper clad) 

10 PI‐film thickness: 05=12 µm; 10=25 µm; 20=50 µm 

05 Cu‐foil thickness: 03=12 µm; 05=18 µm;  
10=35 µm; 20=70 µm 

20 Epoxy adhesive thickness: 13 µm; 20 µm; 50 µm

ME Type of copper: ME/WP/MW/WD/JE means ED‐copper; 
JY/JA/JC/JD means RA‐copper

0 Definition of roll width: 0=500 mm; 1=250 mm

Copper

Epoxy

Polyimide

Copper
Epoxy
Polyimide
Epoxy
Copper



2LP … / 2FP … / 2UP …
FLEXIBLE POLYIMIDE LAMINATE  
ADHESIVELESS

Double side copper (2s)

2FP/2UP:  copper foil laminated with  
thermoplastic polyimide (TPI)

Single side copper (1s)

2LP:  copper foil coated with polyimide resin  
and thermally cured

Copper

Polyimide

Copper
TPI
Polyimide film
TPI
Copper

2FP Product name: 2LP; 2FP; 2UP 

S S: single side – D: double side (copper clad) 

E Type of copper: E=ED copper; R=RA copper 

10 PI‐film thickness: 05=12 µm; 10=25 µm; 20=50 µm 

10 Cu‐foil thickness: 03=12 µm; 05=18 µm; 10=35 µm 

ME Type of copper: ME/WP/WD/MW/JE means ED‐copper; 
JY/JA/JC/JD means RA‐copper 

0 Definition of roll width: 0=500 mm; 1=250 mm



FHK … / FHB … / FHW …
POLYIMIDE COVERLAY WITH EPOXY ADHESIVE

FHK-yellow

FHB-black

FHW-white (separate ink layer)

Polyimide (yellow)

Epoxy (B-stage)

Release paper

Polyimide (black)

Epoxy (B-stage)

Release paper

White ink
Polyimide (yellow)
Epoxy (B-stage)
Release paper

F Product name 

H H=halogen free 

K PI‐film type: K=yellow (Kapton);  
B=black (PI); W=white 

05 PI‐film thickness: 05=12 µm; 10=25 µm; 20=50 µm 

25 Epoxy adhesive (B‐stage)  
thickness: 15=15 µm; 25=25 µm; 35=35 µm



BB … / BT … / BH …
BOND PLY MADE OF EPOXY RESIN

PET film (protection)

Epoxy (B-stage)

Release paper

B Product name 

B B=longer shelflife; T=high Tg standard press; 
H=Quicklam 

15 Epoxy resin (B‐stage)  
thickness: 15=15 µm; 25=25 µm; 35=35 µm

MSC Polymer AG Deutschland

Am Boden 27

D-35460 Staufenberg-Mainzlar

phone +49 6406 9149-0

fax +49 6406 6782

info@msc-polymer.com

MSC Polymer AG India

Mr. Kushal Sen

4, Shefali Apt. Plot A-84,

Kasturba Society, Vishrantwadi

India – Pune – 411 015 Maharashtra

phone +91 9860 436358 

senkushal@gmail.com


